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1. 目的
规定插件制程检验的质量标准,期使所有的产品均能符合客户的要求.
2. 范围
本公司所有机种,各类型的Mouse均适用(另有说明除外).
3. 定义
3.1 外观检验条件.
3.1.1 裸视检验.
3.1.2 距离30cm.
3.1.3 照明:300LUX~800LUX.
4. 抽样计划
4.1 采用MIL-STD-105D II级水平.
           AQL: CR=0
                MA=0.4 (A12 B02 B10采用MA=0.25)
                MI=1.0
5. 制程检验
5.1 制程检验程序依照《制程检验作业程序》办理
5.2 制程条件查核
5.2.1 制程中各工位是否挂正确之作业规范.
5.2.2 各站是否确实配戴静电环,(参照作业规范规定)静电环需每天测试并记录.
5.2.3 锡炉温度及链条速度是否是规定范围内,并记录于巡检表上.
5.2.4 烙铁温度是否在规定范围内.每天需测试并记录.
5.2.5 外观部分如下表:
	NO.
	不良项目
	说           明
	CR
	MA
	MI
	备注

	1
	BOM不符
	与BOM核对,漏件,错件
	
	(
	
	

	2
	短路
	1. 锡点或线路间,焊锡太多所造成的短路或零件脚碰撞短路.
2. 各属外壳与零件之间的距离≧0.5mm.
	
	(
	
	

	3
	开路
	线路断或导电炭墨开路.
	
	(
	
	

	4
	冷焊
	锡点的外表粗糙、灰白或成结晶状有晦暗的聚集物或焊锡带不平滑.
	
	(
	
	

	5
	空焊
	1. 零件焊锡与零件脚间≧50%未吃锡.
2. SMD无吃锡或吃锡不足.
	
	(
	
	

	6
	孔爆
	焊锡点成爆裂状或内含空气.
	
	(
	
	

	7
	锡(渣)珠
	不可有锡珠、锡渣.
	
	(
	
	

	8
	沾锡
	在PCB绝缘漆上的锡点:锡点≦0.3mm.距离线路和零件≦0.5mm
	
	(
	
	

	9
	吃锡不良
	镀锡通孔吃锡≦75%或未成锥状.
	
	(
	
	

	10
	针孔
	在锡点上细小如针尖般的孔≧3个
	
	
	(
	

	11
	翘皮
	线路和焊垫均不可翘皮.
	
	(
	
	

	12
	残脚
	不得有残脚在PCBA上.
	
	(
	
	

	13
	零件标示
	须能读出规格、品名或料号
	
	
	(
	

	14
	插反
(有极性之零件)
	所有有极性之零件,未依规定的极性装置,如IC、电解电容、二极管等.
	
	(
	
	

	15
	补线
	1. 补线于零件面长度不可>1cm.焊锡面长度不可>0.5cm.
	
	
	(
	补线需不影响组装后之外观

	16
	零件浮高
	1. 如IC、IR、Switch等机购相关零件不可≧0.2mm.
2. 其余零件必须贴近PCB,浮高≦3.0mm.
	
	(
	
	

	17
	零件倾斜
	1. DIP零件倾斜≧±30°
2. SMD零件倾斜≧1/3T(T为焊垫宽度)
	
	
	(
	

	18
	包焊(焊锡过多)
	1. DIP零件脚太短或焊锡太多以致无法判定零件脚和焊锡间是否沾锡良好.
2. SMD焊锡太多不良,不良情形:无法看见零件脚轮廓.
	
	(
	
	

	19
	锡裂
	切脚机不锋利或摇动零件造成锡点与零件脚间有裂痕.
	
	(
	
	各机种与实装为准

	20
	剪脚长度
	1.2mm≦剪脚长度, ≦1.8mm.
	
	
	(
	各机种与实装为准

	21
	倒脚
	不可有倒脚
	
	
	(
	

	22
	PCBA不洁
	1. PCBA过热变黄
2. PCBA残留物点总面积的3%
	
	
	(
	

	23
	PCBA起泡
	起泡大小≧0.5mm.且数目在三个以上.
	
	
	(
	

	24
	脚未入
	零件脚未露出,用手可拉起零件脚.
	
	(
	
	

	25
	LED颜色
	LED颜色不符或不在限度范围内
	
	(
	
	

	26
	锡尖
	锡尖高度距离焊锡面≦1mm.且与监近锡点和线路的距离≧0.5mm.
	
	
	(
	

	27
	SMD
	破件、倒立、歪斜等.
	
	(
	
	

	28
	未修改
	未依EN、ECN修改零件或制程.
	
	(
	
	


5.2.6 功能部分如下表
	NO.
	不良项目
	说        明
	CR
	MA
	MI
	备注

	1
	功能测试
	1. 死机
	(
	
	
	

	
	
	2. 无动作,或误动作.
3. Switch无功能 卡键或断裂
	
	(
	
	

	
	
	4. 弹力弱,两按键明显差异.
	
	
	(
	

	
	
	5. 卷页无功能.
6. 尾灯不亮,颜色错.
	
	(
	
	


5.2.7 机构部分如下表
	NO.
	不良项目
	说            明
	CR
	MA
	MI
	备注

	1
	组装
	1. 无法顺利组装
2. 能顺利组装但会干涉磨擦等现象.
	
	(
	
	每批抽5pcs


6. 参考文件
6.1不合格品处理作业程序.(Q-QP-010)
  6.2 矫正及预防措施作业程序(Q-QP-011)
  6.3 制程检验作业程序(Q-QP-008)
7.特记事项:
  7.1零件材料外观依据各零件材料进料检验规范.
  7.2除非另有说明,否则所有PCBA之质量判定,以本标准判定之,本标准所定规格乃最大容许    之缺点.
  7.3此标准亦作为首件查核之标准.
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